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前言

表面组装技术（Surface Mount Technology，SMT）是先进的电子制造技术，是无须对印制电路板钻插
装孔、直接将表面贴装微型元器件贴焊到印制电路板（PCB）或其他基板表面规定位置的先进电子装
联技术。
与传统的通孔插装技术比较，SMT具有以下优点：结构紧凑、组装密度高、体积小、质量小；高频特
性好；抗振动冲击性能好，有利于提高可靠性；工序简单，焊接缺陷极少；适合自动化生产，生产效
率高、劳动强度低；降低生产成本。
因此，近年来得到了迅速发展。
下面简单回顾一下电子组装技术的发展概况（参见表0-1）。
随着电子元器件小型化、高集成度的发展，电子组装技术也经历了手工、半自动插装浸焊、全自动插
装波峰焊和SMT四个阶段，目前SMT正向窄间距和超窄间距的微组装方向发展。
SMT是从厚、薄膜混合电路演变发展而来的。
美国是世界上SMD与SMT起源最早的国家，并一直重视在投资类电子产品和军事装备领域发挥SMT在
高组装密度和高可靠性能方面的优势，具有很高的水平。
日本在20世纪70年代从美国引进SMD和SMT，应用于消费类电子产品领域，并投入巨资大力加强基础
材料、基础技术和推广应用方面的开发研究工作。
从20世纪80年代中后期起，加速了SMT在产业电子设备领域中的全面推广应用，仅用了4年时间就
使SMT在计算机和通信设备中的应用数量增长了近30%，在传真机中增长40%，使日本很快超过了美
国，在SMT方面处于世界领先地位。
欧洲各国SMT的起步较晚，但它们重视发展并有较好的工业基础，发展速度也很快，其发展水平和整
机中SMC/SMD的使用率仅次于日本和美国。
20世纪80年代以来，新加坡、韩国、中国的香港特区和台湾省亚洲四小龙不惜投入巨资，纷纷引进先
进技术，使SMT获得较快的发展。
我国SMT的应用起步于20世纪80年代初期，最初从美、日等国成套引进SMT生产线，用于彩电调谐器
生产。
之后应用于录像机、摄像机及袖珍式高档多波段收音机、随身听等生产中，近几年在计算机、通信设
备、汽车电子、医疗设备、航空航天电子等产品中也得到广泛应用。
随着改革开放的深入及WTO的实现，一些美、日、新加坡厂商将SMT加工厂搬到了中国；SMT的设备
制造商与中国合作，还把一些SMT的设备制造业也搬到中国来。
例如，英国DEK公司和日本日立公司分别在东莞和南京生产印刷机，美国HELLER公司和BTU公司在
上海生产再流焊炉，日本松下公司和美国环球公司分别在苏州和深圳蛇口生产贴装机，等等。
目前我国的SMT正处于快速发展阶段，近3年以来，每年进口贴装机5 000台以上，我国已经成为SMT
世界加工基地之一，SMT的发展前景非常广阔。
目前，我国的SMT设备已经与国际接轨，但设计、制造、工艺、管理技术等方面与国际还有差距。
为了与国际接轨，我们要加强基础理论学习，开展深入的工艺研究，提高工艺水平和管理能力，努力
使我国真正成为SMT制造大国、制造强国。
SMT在投资类电子产品、军事装备领域、安防领域、电力、汽车电子、计算机、通信设备、彩电、录
像机、摄像机及袖珍式高档多波段收音机、随身听、传呼机、手机等几乎所有的电子产品生产中都得
到广泛应用。
正是SMT的普及应用，使电子产品的功能越来越强、体积越来越小、造价越来越低、更新换代的速度
也越来越快。
可以说SMT为信息化时代的高速发展做出了不可磨灭的贡献。
据飞利浦公司预测，到2010年全球范围插装元器件的使用率将下降到10%，SMC/SMD将上升到90%左
右。
SMT是电子装联技术的发展方向，已成为世界电子整机组装技术的主流。
表面组装技术的组成如下。
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内容概要

本书比较全面地介绍了当前国际上先进的表面组装技术（SMT）生产线及主要设备、建线工程、设备
选型、基板、元器件、工艺材料等基础知识和表面组装印制电路板可制造性设计（DFM）等内容。
本书内容对正确建立SMT生产线、设备选型，提高SMT工程技术人员工艺能力，提高设计人员可制造
性设计水平等方面都具有很实用的指导作用，同时也可作为提高SMT产品组装质量和降低制造成本的
重要参考资料。
    本书每章后都配有思考题，既可作为中高等院校先进电子制造SMT专业教材，也可作为工程师继续
教育、技术培训教材与参考资料。
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章节摘录

插图：第1章 SMT生产线及主要设备、仪器、工具SMT生产设备具有全自动、高精度、高速度、高效
益等特点。
SMT生产线主要生产设备包括印刷机、点胶机、贴装机、再流焊炉和波峰焊机，辅助设备有检测设备
、返修设备、清洗设备、干燥设备和物料存储设备等。
1.1 SMT生产线SMT生产线按照自动化程度可分为全自动生产线和半自动生产线，按照生产线的规模大
小可分为大型、中型和小型生产线。
全自动生产线是指整条生产线的设备都是全自动设备，通过自动上板机、缓冲连接线和卸板机将所有
生产设备连成一条自动线；半自动生产线是指主要生产设备没有连接起来或没有完全连接起来，印刷
机是半自动的，需要人工印刷或人工装卸印制板。
大型生产线是指具有较大的生产能力，一条大型单面贴装生产线上的贴装机由一台多功能机和多台高
速机组成；中、小型SMT生产线主要适合研究所和中、小型企业，满足多品种，中、小批量或单一品
种、中、小批量的生产任务，可以是全自动线或半自动线。
贴装机一般选用中、小型机，如果产量比较小，可采用一台速度较高的多功能机；如果有一定的生产
量，可采用一台多功能机和一至两台高速机。
一条大型双面贴装生产线靠一台翻板机可将两条单面贴装生产线连接在一起。
中、大型生产线，如手机、计算机主板生产线，一般可采用以下3种配置方式。
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